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(57) Anotacia:

Vodiace dosky (8) sa vedu konstantnou rychlostou
cez pridovii drahu, ktord je vytvorend od dyzy (5),
usporiadanej pod transportnou drahou a kolmo k sme-
ru transportu, z ktorej sa kvapalny spracovatelsky
prostriedok privadza vo forme stacionarnej viny na
spodnil stranu vodiacej dosky (8). Zariadenie pozos-
tava z dyzy (5), umiestnenej v homej Zasti telesa (1)
dyzy, ktoré je vytvorené z predkomory (2) s privod-
nym hrdlom (10), ktoré je oddelenéd pomocou masky
(3) otvorov od home;j &asti vnitorného priestoru (4)
dyzy.
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Oblast’ techniky

Tento vyndlez sa tyka sposobu listenia, aktivicie
alalebo pokovovania vyvitanych dier v horizontélne ve-
denych vodiacich doskéch a zariadenia na vykonévanie
tohto spdsobu.

Doterajii stav techniky

Vodiace dosky pre tlakové spojenia, ktoré vyvita-
nymi dierami navzijom spdjaji obidva povrchy alebo
vnitro izola¢nej plochy po aktivdcii a pokovovani tzv.
procesom prepojenia, st vo svojej funkénej schopnosti
vo velkej miere zdvislé od toho, &i sa mbZu starostlivo
odstréanit’ prave pritomné negistoty.

Spdsob a zariadenie na Eistenie takychto prepéjaji-
cich vyvitanych dier vo vodiacich doskach si uZ zname
(nemecky patentovy spis DE-PS ¢. 2 606 984). Tento
sposob a zariadenia maju viak zatial relativne malé
rychlosti prietoku spojené s dlh3ou dobou pdsobenia, &o
je potrebné zlepSit’.

Podstata vynilezu

Ulohou tohto vynalezu je najst’ spdsob a zariadenia,
ktoré umoziluju starostlivé Cistenie a oletrenie vyvfta-
nych dier vo vodiacich doskédch s vysokou rychlostou
prepojenia pri kritkej dobe oSetrenia.

Tato Gloha je vyrieSend spdsobom ¢istenia, aktivécie
alalebo pokovovania vyvitanych dier v horizontélne ve-
denych vodiacich doskach, ktory je podla tohto vyndlezu
vyrieleny tym, Ze sa vodiace dosky vedi konStantnou
rychlostou cez pridovia dréahu, ktora je tvorend od dyzy,
uloZenej pod transportnou drahou kolmo na smer trans-
portu, z ktorej sa kvapalny spracovatel'sky prostriedok
privadza vo forme staciondrmej viny na spodnu stranu
vodiacej dosky.

Vyhodné vyhotovenie navrhnutého spésobu podla
tohto vynalezu spofiva v tom, Ze vodiaca doska je
umiestnend vo vzdialenosti 1 mm nad dyzou.

Zariadenie na vykondvanie sposobu podla tohto vy-
nilezu spoliva v tom, e dyza je umiestneni v home)
asti telesa dyzy, ktoré je vytvorené z predkomory s pri-
vodnym hrdlom a je oddelen4d pomocou otvoru masky od
home) &asti vnitorneho priestoru dyzy.

Vyhodné zariadenie podla tohto vynélezu spoliva v
tom, Ze dyza je zariadend vo forme perforovanej roviny,
ktoré je prerezana, predierovand alebo symetricky, pri-
padne asymetricky prelomena.

Daldim vyhodnym znakom zariadenia podla tohto
vynélezu je, Ze horna fast’ telesa dyzy je opatrend rovi-
nou naklonenou k dyze.

Dalsim vyhodnym znakom zariadenia podla tohto
vynélezu je, Ze vo vnitri telesa dyzy, vyhodne v jej hor-
nej &asti, je umiestneny ultrazvukovy generétor.

Vyhodné zariadenie podl'a tohto vynalezu je opatre-
né dvoma siibormi dyz, ktoré sii umiestnené na homej a
dolnej strane vodiacej dosky.

Daldim vyhodnym znakom zariadenia podla tohto
vynalezu je, Ze v telese dyzy je upevnena anéda, vyhod-
ne v spodnej tasti.

Spdsob podla tohto vyndlezu umoZituje aZ doteraz
nedosahovanu apravu pri uplnom vycisteni vnutornych
stien vyvitanych dier vo vodiacich doskdch poas mi-
moriadne krétkej doby oSetrovania.
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Spdsob sa hodi okrem toho tieZ na aktivaciu a po-
kovovanie tychto vyvitanych dier s pouXitim zvytaj-
nych aktivaZnych a pokovovacich roztokov.

Obzvla3t’ vyhodné je to, 2e sa m&%u kondicionovat,

aktivovat’ afalebo pokovovat’ dokonca vyvitané diery s
najmensim priemerom aZ do 0,15 mm.
Dalsie vyhody spotivaji v tom, %e pokovovanie, na-
priklad chemickym pomedenim, sa vePmi zlep3i v do-
sledku odstranenia prifnutych bubliniek vodika, Ze sa
vaksina stupfiov procesu méZe vykondvat' bez zahrie-
vania a Ze odpadne stojanové pokovovanie.

Dyza sa mdZe pri vyhodnom vyhotoveni pouZivat
vo forme perforovanej roviny, ktord je prerezan,
predierované, symetricky alebo asymetricky prelome-
né.

Ako kvapalny distiaci prostriedok sa mbZe pouXi-
vat’ napriklad voda, kyseliny ako kyselina sirové alebo
zésady. Na aktiviciu sa daji pouXivat’ na to bezné ak-
tivatné roztoky, napriklad na béze roztokov drahych
kovov, ako roztoky soli palédia.

Na chemické a pripadne galvanické pokovovanie
sa mdZu tie pouival’ roztoky kupelov, ktoré su na
tento el bené.

Priklady vyhotovenia vynalezu si popisané na priloZe-
nych vykresoch.

PrehPad obrazkov na vykresoch

Obr. 1 predstavuje prierez zariadenim, obr. 2 je
perspektivne zobrazenie zariadenia, obr. 3 ukazuje
schematické zobrazenie jednotlivych stupfiov postupu a
obr. 4 mazoriluje pddorys a bokorys masky otvorov.

Priklady uskutoénenia vynilezu

Pracovny postup prebieha na zariadeni v podstate tak-
to:

Do predkomory 2 sa privddza va$im pottom pri-
vidzacich hrdiel 10 spracovatel'sky roztok, ako je na-
priklad voda. Vmitorny priestor 4 dyzy je rozdeleny
maskou 3 otvorov, &im sa dosahuje rozdelenie pride-
nia k dyze. Vnitomy priestor 4 dyzy pred 3trbinou dy-
zy sluZi ako obsah pre rovnomerné vytvéranie pradu po
priechode dyzou 5. V priestore 7 medzi telesom 1 dyzy
a vodiacou doskou 8 vmika pretlak, ktory niti roztok,
aby tieZ prechddzal oblastou vysokého prudenia vyvi-
tanymi dierami. V pripade chemického oSetrenia vo-
diacich dosiek sa pracuje iba so spodnou pridovou dy-
zou. Pri distiacom procese s ultrazvukom a elektro-
chemickom procese sa pracuje s dvoma pridovymi dy-
zami, ktoré st prisadené k hore;j a spodnej strane vo-
diacej dosky 8. V tychto pripadoch je na pridovej dyze
in¥talovany ultrazvukovy generator 9, ktory je pripadne
umiestneny nad vodiacou doskou 8. Pre elektrolyzu je
vo valtornom priestore 4 pevne uchytend andda 6.
K negativnej polarizacii vodiacej dosky 8 dochadza cez
klzny kontakt 11, ktory je umiestneny mimo mokrej
oblasti pred a za dyzou 5.

Priemyselna vyulitePnost®

Spdsob podla vynélezu sa obzvlast’ hodi na oSetro-
vanie vodiacich dosiek pre tlakové spojenia, ktoré
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nachddzaji pouZitie v elektrotechnike.

PATENTOVE NAROKY

1. Spdsob tistenia, aktivécie a/alebo pokovovania
vyvitanych dier v horizontilne vedenych vodiacich do-
skich,vyznadujuci sa tym, Z savodia-
ce dosky (8) vedu konStantnou rychlostou cez pridova
drdhu, ktora je vytvorend od dyzy (5) uloZenej pod 10
transportnou drédhou a kolmo na smer transportu, z kto-
rej sa kvapalny spracovatePsky prostriedok prividza vo
forme stacioname;j viny na spodnii stranu vodiacej dosky
(8).

2. Spésob podfa naroku |, vyznalujuace 15
sa tym, Ze vodiaca doska (8) je umiestnend vo
vzdialenosti | mm nad dyzou (5).

3. Zariadenie na vykondvanie sposobu podl'a ndroku
lalebo2,vyznatujiace sa tym, Zedyza
(5) je umiestnend v home;j &asti telesa (1) dyzy, ktoré je 20
vytvorené z predkomory (2) s privodnym hrdlom (10),
ktoré je oddelend pomocou masky (3) otvorov od hornej
dasti vnitorného priestoru (4) dyzy.

4. Zariadenie podla ndroku3,vyznadujice
sa tym, % dyza(5)je ulo¥end vo forme perforova- 25
nej roviny, ktord je prerezand, predicrovand alebo sy-
metricky, pripadne asymetricky prelomena.

S. Zariadenie podla ndroku 3, vyznadujice
sa tym, Ze homnd Zast telesa (1) dyzy je opatrend
rovinou naklonenou k dyze. 30

6. Zariadenie podla naroku3,vyznadujice
sa tym, Ze vo vnitri telesa (1) dyzy, vyhodne v je-
ho homej &asti, je umiestneny ultrazvukovy generétor
).

7. Zariadenie podla naroku3,vyznadujice 35
sa tym, Je je opatrené dvoma dyzovymi zariade-
niami, ktoré si umiestnené na homej a dolnej strane
vodiacej dosky (8).

8. Zariadenie podfa naroku3,vyznadujuce
sa tym, Ze v telese (1) dyzy je umiestnend anoda
(6), vyhodne v jeho spodne;j &asti.

40

4 vykresy
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Obr. 4
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